
当初予算における予備費の推移

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7案

3,500億円 5,000億円
1兆円

+5兆円

（特定目的予備費）

+1兆円

能登復興のため5,000億円増額

2025年2月3日衆議院予算委員会
立憲民主党・無所属 本庄知史 ①（出典）財務省資料より本庄知史事務所作成

パネルの写し



決算剰余金の使途

2022年度決算 2023年度決算

純剰余金 2兆6,295億円＿ 8,518億円 ＿

国債の償還(※1) 1兆3,147億円 4,259億円

防衛財源(※2) 1兆3,131億円 4,223億円

震災復興(※3) 17億円 36億円

※1：国債整理基金特別会計へ繰入
※2：防衛力強化のための財源
※3：東日本大震災復興特別会計へ繰入

2025年2月3日衆議院予算委員会
立憲民主党・無所属 本庄知史 ②（出典）財務省資料より本庄知史事務所作成



1980年代以降の半導体政策
1986 日米半導体協定

1999～2012 エルピーダメモリ社 （400億円）
→2012年に経営破綻

2001～10 「MIRAI」プロジェクト （465億円）

2001～03 「HALCA」プロジェクト （017億円）

2002～05 「ASPLA」プロジェクト （315億円）

2022～ ラピダス社（現在までに9,200億円の支援）

日本の半導体世界シェア
1988年 50.3%

2023年 8.7%

③（出典）経済産業省資料、総務省資料、国会図書館資料、報道資料（※）より本庄知史事務所作成
※日本経済新聞「エルピーダ破綻が語る、日の丸半導体再興『失敗の本質』」2024年9月10日

2025年2月3日衆議院予算委員会
立憲民主党・無所属 本庄知史

パネルの写し



半導体産業への支援

R3
補正

R4
補正

R5
補正

R6
補正

R7
案

ラピダス社に累計9,200億円

国による半導体支援
累計5.7兆円

0.7兆円

1.9兆円
1.4兆円

1.3兆円

さらに1,000億円？
0.3兆円

さらに10兆円？

④（出典）財務省資料、経済産業省資料、報道資料（※）より本庄知史事務所作成
※朝日新聞「半導体国費10兆円のリスク」2025年1月29日

2025年2月3日衆議院予算委員会
立憲民主党・無所属 本庄知史

パネルの写し
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